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１．概要（Summary ）
金(Au)とシリコン(Si)は常温常圧下では互いに安定

な固体を形成し、状態図にシリサイド相は存在しない

が、Si基板上に Au薄膜を作製すると Au/Si界面近傍
では直ちに合金化する[1,2]。また、超高真空中で AuSi
合金を作製し、融点(共晶点~370℃)より高温に保持す
ると、原子 3 層分ほどの Si リッチな表面結晶化層が
形成される[3]。これらの物質界面状態や化学反応機構
の詳細を明らかにするため、Au薄膜-Si基板を雰囲気
制御下で昇温/降温し、軟 X線光電子スペクトルの計測
と解析に取り組んでいる。2018Aの結果では、酸素雰
囲気下において共晶点温度が 370℃から 220℃程度に
低下すること、その相転移温度よりも低い 100~150℃
付近で、Au 由来のフェルミ端が若干低結合エネルギ
ー側にシフトすること、を見出した。これらの現象は、

Auの触媒機能が Si原子拡散に対して何らかの作用を
及ぼしていると推察し、酸素雰囲気下に加え、水蒸気

雰囲気下、超高真空(UHV)下の違いを系統的に調べた。 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 
実験は SPring-8, BL-23SU の表面化学ステーショ

ンにて行った。Si基板上に Au 蒸着膜(50 nm程度)を
形成し、水蒸気雰囲気下 (~1x10-6)および UHV(1x10-7)
下で、室温~500℃の昇温/降温過程によって固体-液体

相転移を起こし、それぞれの Au 4f 内殻光電子スペクトル

を計測した後、酸素分圧(~1x10-4 Pa)の結果と比較した。

３．結果と考察（Results and Discussion） 
取得したすべてのAu 4f 内殻光電子スペクトルデー

タは、 Tougaard バックグランドを組み込んだ

Doniac=Sunjic関数によりピークフィッティング処理を
施した。図 1 は Au4f7/2光電子ピークの結合エネルギー

値を測定温度に対してプロットした結果を示している。

水蒸気雰囲気下では 120℃程度から高結合エネルギー側
にシフトしており、酸素雰囲気下や UHV 下に比べ、Si
原子拡散を活発化させているような挙動が観察された。 
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図 1. Au4f7/2光電子スペクトルにおける結合エネル

ギーの温度依存性および雰囲気条件下による違い。 




